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Driver/BSPを自社開発
■ 最大限のパフォーマンスを引き出す

■ ハードウェアでの画像処理
   （2D/3D Rendering, Encoder/Decoder）

ディスプレイ搭載の機器

Android＆Linuxのサポート
■ 組込みマーケットでの充実したAndroid＆Linuxのサポート
■ 安定したKernel及び最適化したSW Stack/BSP

One Stop Shopサービス
■ HWもSWも全てVIA 1社で対応

■ グラフィックスコア
   設計開発

■ x86 CPU設計開発
■ チップセット設計開発

■ ARM SoC
   設計開発

半導体開発設計能力＆
実績を持ったボードメーカー

VIAの特徴

VIAグループ

VIA グループおよび VIA の特徴
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x86 ARM

1987年の設立以来、チップセットのリーディングカンパニーとして業界の最先端を走ってきたVIA。しかし、
私たちがご提供できる製品は、チップセットだけではありません。VIAは、各種ハードウェアはもちろん、ハ
ードウェアの性能を最大限に引き出すソフトウェアの開発支援、半導体レベルからのサポートまでを含め
たシステムをご提案のできるソリューションメーカーなのです。

お客様のシステムに合わせてほかのボードメーカーが実現できないBIOSのカスタマイズやドライバのチ
ューニングができること。ボード、システムの心臓部となるCPU、チップセット、周辺ICを熟知していること
による高い問題解決力。それらが私たちの最大の武器となっています。

主要部品をすべて自社開発しているのがVIAの強みです。そのメリットは、ハードからソフトま
で、お客様の要望に合わせて自在にカスタマイズできること。また、システムの根幹から理解し
ているメリットは、トラブル発生時のサポートにも生かされています。部品を寄せ集めた他社の
ソリューションでは困難な、本当の意味での問題解決ができるのもVIAならではです。

優れたコストパフォーマンス
VIAは、お客様のご要望に合わせて、最もコストパフォーマンスの高いソリューション
をご提案します。VIAのソリューションなら、ドライバのチューニングやソフトウェア
開発支援によって、ハードウェアの性能を最大限まで引き出し、TCO(Total 
Cost of Ownership)を抑えながら、お客様が求める必要なパフォーマン
スを実現させることができるのです。

VIAが顧客に対して提案できるものは、単なるマザーボードに留まらず、顧客が実現
したいことを具体的な形で（ハードウェア＋ソフトウェアを通したシステム観点か
ら）ご提案できることが重要なポイントだと考えています。顧客に製品コンセ
プトやビジネスモデルに注力していただき、VIAがそのアイディアを製品化
させるお手伝いをするWin-Winモデルの推進を心がけています。

トータルソリューション提案

省電力
VIA製品特徴の一つとしては、１ワットあたりのパフォーマンスの高さ。ハイパフォーマ

ンスな製品を導入したところで、それが本当に必要とするスペックでなければ、
無駄にコストをかける及び電力を消費するだけです。VIAは、お客様のアプリ

ケーションに必要なパフォーマンスに合わせて、低消費電力（TCO削減）
の製品をご提案することができます。選択肢がないからと、不必要に

ハイパフォーマンスな製品を導入されることはありません。

主要部品が全て自社製で、VIA一社で問題解決できます。窓口を一本化していること
も、VIAのソリューションが選ばれるひとつの理由。共同開発のパートナーとして、

部品レベルの開発からBIOS、ドライバなどのソースレベルのサポートまでを
一貫して行うため、お客様の安心感が違います。また、私たちはLinux系

にも強く、他社では対象外となるLinuxもきちんとサポートします。

単一窓口

VIAのサービス&サポート

VIAのコアコンピタンス

Qualcomm
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ソフトウェア開発能力 長期安定供給 産業用レベル高品質

VIAは一般のボードメー
カーと違って、CPU、チッ
プセットも自社製品を持
つ半導体メーカーでもあ
ります。x86系製品から累
積してきたドライバ開 発
の 経 験 及 びノー ハ ウを
ARM製品に活かして、顧
客が開発しやすいBSPを
提供致します。開発者は
OS環境を自らのソフトウ
ェアとうまく統 合する独
自のアプリケーションを
作成する事ができます。

VIAは顧客に対する持続
的なコミットメントとして
、A R M 製 品 に関する7 年
以 上 の 製 品 寿 命 のサ ポ
ートを提 供 致します。製
品の長期安定供給によっ
て、顧客が頻繁にモデル
チェンジする必 要 なく、
TCO(Total Cost of 
Ownership)の削減にも
繋がります。

V I A 製 品 は 全 て 厳 格 な
QA 体 制に基いて製 造さ
れています。ボードデザイ
ンの段階から製造まで産
業 用レベル の 使 用 環 境
に耐えられる信頼性テス
トを行っているため、厳し
い環境でも安心して使用
していた だ けます。量 産
後 も継 続 的 に品 質 監 視
システムがあるた め、継
続 的 に 高 品 質 を維 持す
ることができます。

TCOの削減 厳格な品質管理開発時間の短縮

VIA 組込み ARM ソリューション

VIA は ARMテクノロジーを採用
VIAは一貫とした製品開発コンセプト—「省電力」、「省スペース」、「高コストパフォーマンス」に
基づいて、x86テクノロジーの他に、ARMテクノロジーも採用することになりました。ARMテクノ
ロジーは電力効率に優れた上に、処理能力も大幅に進化し、様々な分野に急速に拡大している
ことで注目を浴びています。

VIA 組込みARMソリューションが選択される理由
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ARM ソリューションの製品戦略

使用用途に応じて最適なSoCを採用

顔認識装置

カスタム 
i500

カスタム 
i500P

流通産業用POS

カスタム 
WM8880

医療機器
ゲートウェイ i.MX6Quad

カスタム 

ARTiGO A820 
i.MX6DualLite

カスタム
APQ8096SG

医療用表示装置

工業用ハンディ

4K対応
サイネージプレイヤー業務用車両管理

AMOS-825 ALTA DS 4K

SOM-9X20

飛行機内娯楽端末

4Kの動画再生、マルチエ

ンコード・デコードを必要

とするサイネージや流通

産業POS監 視 な どの 用

途にVIA製SoCを製品展

開しています。

高度な画像処理や映像表

示をワイヤレス通信を通

じて低消費電力のプラット

フォームで実現する業務

用機器にはQualcomm社

の組込み向けSoC「APQ」

シリーズを製品展開して

います。

耐環境性や信頼性、使

用可能な温度範囲条

件が厳しい車載機器や

医 療 機 器 などの用 途

にNXP社の「i.MX」シリ

ーズを製品展開してい

ます。

カメラを使用する応用

やAI機能を必要とする

アプリケーションに

Mediatek社の「

、「i500」シリーズを製

品展開しています。 

※予定

i500P」

Qualcomm
産業用ハンディターミナル

VIAは、ARM SoCを搭載する製品に、NXP社、Qualcomm社、Mediatek社、VIAの4社のデバイスを使用しています。VIAの自
社SoCはさらに2種類の系統に分かれています。一方はS3の技術を使う高性能なGPUコアを内蔵するZXシリーズ、もう一方
は自社開発のGPUを内蔵しないWMシリーズのSoCです。ZXシリーズはグラフィックス性能が高く、WMシリーズはコストメリ
ットを意識した製品と位置づけています。

供給元やブランドの異なるSocを使い分けていますが、いずれの製品も産業用・組込み用途機器として必要とする長期供
給を保証しています。VIA製品に選択により、長期にわたって安心して使っていただけることは、x86製品と同じくファンレス、
低消費電力従来から一貫とした方針となります。
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CAN BUS System ManagementI2 C

1.DCD
2.RxD

3.TxD
4.DTR

5.GND

9 - RI8 - CTS
7 - RTS

6 - DSR

RS-232GPIOWatchDog Timer RTC

VIA Smart ETK
Cracking The Code For Embedded Component Support

VIA 組 込み向け Android 開 発 用ツール 
Smart ETK

ウォッチドッグ RTC ウェイクアップ

システム電源オフ / 再起動
レガシー I/O サポート

これは、適切な動作を確実にし、アプリケーション
/ システムが停止サイクルまたは故障から復帰するの
を助けるタイマーをユーザーが設定できるAPI を提供
します。これが設定されると、「ドッグタイマー無
効」信号が受信されない場合、システムは自動的に
再起動します。

これは、ユーザーがAndroid アプリケーションを使
って、システム電源オフのスケジュールや、最大の
パフォーマンスが確実に維持されるように定期的な
再起動を設定できるようにするAPI を提供します。

Smart ETK は、アプリケーションにおいて、RS-232、
GPIO、I2C およびCAN バスポートといったレガシーI/O 
サポートを可能にします。

Android は、その安定した長期のアプリケーション開発フレームワーク、広範囲な開発者リソ
ース、高性能のネイティブ・マルチメディア機能、親しみやすいユーザーインタフェース、カ
スタム化性能、市場までの時間とコストの削減いった特徴を利用して、画期的な新しい組込み
システムと装置の開発を可能にする、心を躍らせる能力を秘めています。

これは、リモートタイムクロック（RTC）自動ウェイク
アップタイマーを設定することによって、自動電源オン
機能を提供します。このRTC は、以下の3 つの自動ウェ
イクアップモードをサポートします。
- 毎日指定された時刻にウェイクアップ
- 毎週指定された日時にウェイクアップ
- 毎月指定された日時にウェイクアップ

VIA Smart ETK には、Android アプリケーションがI/O にアクセスするのを可能にする一連のAPI およびAndroid フレーム
ワークでサポートされないシステムハードウェアによって提供される管理機能サービスが含まれます。これらのAPI により、
システムのクラッシュ防止のサポート、電源オン・オフのスケジュール機能、ならびに最大のパフォーマンスを確実にする、
定期的なシステム再起動が提供されます。
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1
TM

タッチパネル カ GPS加速度計カメラ E-Compass 

一般民生機器 外部とのアクセス手段は： USB, Bluetooth

Smart ETKならI/Oに直接アクセス可能なAPIを提供

1.DCD
2.RxD

3.TxD
4.DTR

5.GND

9 - RI8 - CTS
7 - RTS

6 - DSR

TM

外部とのアクセス手段は： USB, RS-232, GPIO , LAN

LAN RS-232 GPIO WatchDog Timer

組込み用途機器

標準Androidフレームワークでは対応できない※特許取得済

メリット1
開発期間が短縮できる

■  コスト削減
■  Time-To-Market

メリット2
システムの安定性が高まる

フレームワークをカスタマイズし
ていないため安定性が高まる

メリット3
APが移行しやすい

フレームワークのリビジョンに左右
されないため、APが移行しやすい

2. Android BSPの調整が必要

1. 周辺装置向けのドライバの
    開発や調整が必要

3. ソフトウェアとハードウェアの
    統合が困難

Smart ETKがないと

I/Oへアクセスする一般的な方法

部品のデータシート、ボード回路図などを研究

アプリを実装

それに沿ってLinuxカーネルドライバを
統合または開発

Androidアプリがアクセスできるように、
JNIまたは関連サービスを追加

1. アプリケーションがAPIを正確に
    使用することによって、
    簡単かつ便利に周辺装置を
    制御することができる

2. 開発資源の投入を抑え、
    製品信頼性を高める。

Smart ETKがあれば

Smart ETKがあれば

Smart ETK APIガイドで迅速に検索

アプリを実装アプリを実装

開発時間を短縮

CAN BUS

組込み機器と一般民生機器の違い
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コントロールボード

ステップモーター

RS-232

VIA
SMART-ETK

Display
Driver

LINUX KERNEL

Power
Management

Binder (IPC)
Driver

Audio
Drivers

Flash Memory
Driver

WiFi
Driver

Camera
Driver

Keypad
Driver

RS-232
DRIVER

Activity
Manager

Window
Manager

Content
Providers

View
System

Notifitcation
Manager

XMPP
Service

Location
Manager

Resource
Manager

Telephony
Manager

Package
Manager

WebKit

libc

SQLite

SSL

FreeType

Media
Framework

SGL

Open GL I ES

APPLICATION FRAMEWORK

LIBRARIES ANDROID RUNTIME
Surface
Manager Core Libraries

Dalvik Virtual
Machine

APPLICATIONS
Home ...BrowserPhoneContacts

APPLICATIONS

コントロールボード

ステップモーター

RS-232

コントロールボードLCDタッチパネル

ステップモーター

RS-232

VAB-630
Android
APP

Android

顧客APP

Smart ETK

LVDS

VIAソリューション

顧客ソリューション

カーネル

ハードウェア

フレームワーク

タッチドライバ

RS-232ドライバLVDSドライバ

VIA 組込み向け Android 実用例

完成したソリューションは、下図にまとめられています。

プロセスで最も重大な難問は、レガシーI/O であるRS-232 COMポートを通して、ステップモーターのサポートを可能にする
ことでした。VIA は、ステップモーターのサポートを可能にすべく、Smart ETKを用いてこの必要条件を満たしました。

顧客との密接なコミュニケーションが、プロジェクトの実装成功の鍵となる要因でした。実際の顧客のニーズへの徹底的な
理解と、当社の広範囲なAndroid 経験と専門知識、Smart ETK の柔軟性によって、VIA はシステム開発の時間とコストを下
げるのみならず、また顧客のニーズを満たすエレガントなソリューションを提供することができました。

Android 組込みシステムと装置開発への当社の全体的アプローチにより、VIA は、開発者が標的となる市場でのユニ
ークな付加価値ソリューションが作成できる、完全に揃ったハードウェアおよびソフトウェアカスタム化サービスを
提供いたします。
産業オートメーションアプリケーションで使用するステップモーター・コントローラを開発しようとしている顧客か
ら問い合わせられた際、VIA は以下の主要な構成要素を含む顧客の要求を満たすべく、柔軟なソリューションを開発
することができました。

Android 対応のVIA VAB-630 Pico-ITX ARM 組込みボード
カスタム化液晶ディスプレイおよびタッチドライバ

I/O をコントロールするAndroid アプリ用API
I/O エラー回復のためのカスタム化アーキテクチャ
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VIA VAB-820 は、Microsoft Azure Certified for IoT 製 品 で あ り、
Windows 10 IoT Core に対応しています。Windows 10 IoT Core は、小
型フォームファクタの組み込みシステムとインテリジェントデバイス
で使用するために最適化された Windows 10 のバージョンです。

本バージョンの Windows OS の主な利点は、Windows 10 IoT Core で
開発されたアプリケーションは、他の Windows 10 デバイスでも同じ
ように動作することです。そのため、市場投入時間の短縮、インテリ
ジェントなセキュリティ、使い慣れた Universal Windows Platform（
UWP）インタフェースによる迅速な開発、Microsoft Azure for IoT の
サポートなど、多くのメリットがあります。

Android ™ BSP により Android 6.0 に、Linux BSP により Linux Kernel 
4.1.15 にも対応できます。

Windows 10 IoT Core 対応 ARM ボード
VAB-820 Pico-ITX

Windows / Android / Linux
 ●  選べるソフトウェアスタック

高性能と低消費電力を完璧に融合したハードウェア
 ●  特 徴
VIA VAB-820 エッジコンピューティングプラットフォームは、高度な産業オートメーション、エネルギー管理、および車載 IoT
アプリケーションのハイエンド需要に対応するため、高性能と低消費電力を完璧に融合しています。
1.0GHz の NXP i.MX 6QuadPlus および 6Quad シリーズプロセッサを搭載した本製品は、コンパクトな Pico-ITX フォームファク
ター (10cm x 7.2cm) を採用しています。

■  豊富なインタフェース
ボ ー ド に 実 装 さ れ た I/F は、Android/Linux  BSP 上
でもサポートされているため、周辺機器との接続
を簡単に行えます。オンボードコネクタは、Type 
A USB2.0 x2, HDMI x1, コ ン ポ ジ ッ ト RCA x1,Gigabit 
Ethernet x1, Mini PCIe x1 を搭載し市場でも広く浸透
した物をサポートしています。ピンヘッダでは DIO, 
CAN バス , COM (Rx/Tx) x2, MIPI CSI-2 x1 等の組込み
市場で一般的な物に加え、VIA からは技適取得済みの
無線モジュールも展開しています。

■  様々な無線通信規格にも対応
オプションの無線モジュールを利用することで、VIA 
VAB-820 の接続性をより強化することができます。

・EMIO-5531 USB Wi-Fi + BT モジュール
・EMIO-2571 miniPCIe 4G HSPA/UMTS モジュール 
・EMIO-2531 miniPCIe Wi-Fi + BT モジュール

これにより、ローカル、あるいは LTE ネットワーク
でより柔軟な環境構築をご提案可能です。

■  用途に合わせた仕様展開
VAB-820 は、機能拡張された System 製品もラインア
ップを揃えています。医療・車載用途と幅広いマー
ケットで実績があり、各々に合わせた仕様が特徴で
す。また、VAB-820 をベースにした、顧客仕様に合
わせた ODM も、OS レベルでサポートしています。

・AMOS-825: 車載向け電源管理、耐振動性コネクタ等
・ARTiGO-A820: RS-232/485、絶縁処理等

是非、組み込み製品開発にご活用ください。

4GB eMMC Flash

Ethernet

USB 2.0 x 2

Micro SD Card Slot

5V DC-in
Connector

DIO / I2C

USB 2.0 and 
USB 2.0 OTG

Audio

RCA Jack

SPI
Connector

PoE Input Pin
Header

PoE Output
Pin Header

HDMI

1.0GHz NXP i.MX 
6QuadPlus / i.MX 
6Quad Cortex-A9 SoC

1GB
DDR3 SDRAM

MiniPCIe
Slot

LVDS
Connector

COM

COM / CAN
CMOS Battery

Connector

人物検出画像

人物推定情報

ライブ映像

クラウドに接続した
VAB-820
(Windows 10 IoT Core)

マルチ OS に対応した VAB-820 9



VAB-630 にオプションの 3G、4G 通信モジュール、Wi-Fi/BT モジュールも使用可能です。ご使用のシーンによって選
択して使用できます。評価イメージにあらかじめドライバが入っていますので、通信モジュールのドライバ実装など
開発作業は不要で、全体的な開発期間を短縮できます。VIA の IoT エコシステムパートナーメンバー、コネクティビ
ティパートナーである SORACOM 社の SIM カードも動作確認を取得していますので、SORACOM 認定デバイスになっ
ています。

VAB-630 はわずか 14.6 x 10.2cm の超小型 3.5” SBC フォームファクタでありながら、盛りだくさんの I/O インター
フェイスを設けています。ビデオ出力には HDMI x1、LVDS x1 を持っています。そのほか USB 2.0 ホスト 2 ポート、
OTG 1 ポート、3.3V の GPIO が 10 個、RS-232C が 1 ポート、eMMC 4GB のほかにストレージ用に MicroSD Slot も 1
つあります。バッテリーに接続用の pin header もありますので、万が一の瞬断対策もばっちりです。

IoT 時代の業務用向けスマート端末
VAB-630 3.5 インチシングルボードコンピュータ

VAB-630 はARM® Cortex®-A 9 dual-core 1.0GHzを内蔵した
VIA自社製SoCを搭載しています。自社製のSoCを使用して
いるため、ボード上の主要部品の安定供給をコントロール
し、組み込み業界で最も重要視とされている長期安定供給
に関して、発売してから最低7年間の継続供給を保証しま
す。サポートOSはAndroid 5.0、Debian 8.6 (Linux Kernel 
3.4.5)のほかに、リアルタイムOS（OS-9）も使用可能で
す。VAB-630は企業向けの量産目的に使用することを前提
にして開発された製品ですので、国際規格のCEやFCCマー
クも取得しており、VAB-630を使って評価し、そのままマ
スプロダクションまで持って行けます。開発期間を大幅に
短縮することが可能です。

Cortex-A9 1.0GHz dual-core 搭載
VIA 自社製 SoC

豊富な拡張性を持った I/O インターフェイス

IoT 社会へのワイヤレスコネクション
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車載用途を想定して開発されたAMOS-825は、NXP i.MX 
6Quadを搭載し、0～60℃の幅広い動作温度に耐えることが
できるコンパクトサイズARMシステムです。コンパクトな
筐体に、車載用途に不可欠な9V ～36Vワイド入力電圧、電
源管理モジュールやGPS、Bluetooth、Wi-Fi、3G（オプシ
ョン）など多彩な通信モジュールを装備しています。7イン
チタッチモニタとの接続はLVDS信号、バックライト電源、
I2Cタッチ信号、マイク、スピーカーなど１つのSCSIコネ
クタに集約し、信頼性を高めるほか、煩わしいケーブリン
グ作業からも開放されます。その他、CANバスやCOMポー
ト、脱落防止のMicro USB (OTG)/USBポートなど車載向け
の機能が満載です。

車載向けの7インチタッチモニタは-20～70℃の幅広い動作温度に耐えることができる設計になっているほかに、
800x480の解像度及びマルチポイント静電式タッチ方式を採用し、最大350cd/m2 輝度を持つ高信頼性タッチモニタで
す。筐体に音量調整の物理ボタンを設けているため、シチュエーションに応じて簡単に音量を調整することができま
す。AMOS-825との接続は１本のケーブルで接続可能なミツミ製コネクタを採用し、振動などに強い設計になってい
ます。

幅広い温度範囲で動作可能な 7 インチタッチモニタ

車載向け IoT ソリューション
AMOS-825 タッチモニタシステム

車載向けコンパクトサイズ ARM システム
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EverPro 光ファイ―バーケーブル

One Stop Shop サービス

自社によるIC開発・設計

自社による光電変換モジュール開発

自社によるファイバー及びケーブル製造

自社による光ファーバーケーブル組立

独自検査装置の開発

メタルケーブルの問題点 EverPro光ファイバーケーブル

EverPro
の特徴

EverProの
技術による
問題解決

HDMI 2.0
光ファーバーケーブル

HDMI 1.4
光ファーバーケーブル

USB3.0ハイブリッド
光ファーバーケーブル

DVI
光ファーバーケーブル

転送距離
従来のメタルケーブルの

最大距離は数メーターまでが
限界とされている

速度・バンド幅
高解像度及び高フレーム

レートにてメタルケーブル
では限界あり

耐ノイズ
RFI/EMC 干渉クロストーク

及び 電圧サージの
影響を受けやすい

転送距離
数百メーターまで

Extender/Equalizer無しで 
対応可能

速度・バンド幅
高バンド幅で8K/4K高解像度・

高フレームレート対応可能

耐ノイズ
光ファイバーはノイズの影響を

受けにくいため
RFI/EMCなどに強い



13



14

VAB-820

部品番号 10GBF105000A0

搭載 SoC 1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 quad-core SoC

メモリ 1GB DDR3 SDRAM

eMMC 4GB

ストレージ Micro SD Card Slot

対応 OS Android 6.0
Linux Kernel 4.1.15

I/O HDMI, LVDS, Composite RCA Jack, 4 USB 2.0, 
OTG USB 2.0, 2 COM (1 つは TX/RX), 2 CAN bus, GLAN, 
Micro SD card slot, miniPCIe slot, 12V DC-in

使用環境 稼働温度： -20℃～ 70℃
稼動湿度 : 0% ～ 95%（結露なきこと）

外形寸法 100mm x 72mm

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

NXP クアッドコア SoC 搭載 1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 SoCを採用。パワフル
なSoCでありながらファンレス実現可能な低消費ソリューション。1

Video-in 端子搭載 アナログコンポジット端子を 1 ポート搭載。アナログカメラなど
外部映像を取り込むことが可能。 2

多彩な拡張 I/O インターフェイス COM x2, CAN x2, MIPI CSI-2 x1, SPI master x1,
I 2C x1, GPIO x8, miniPCIe slot x1, PoE(option)。3

コンパクトサイズ ARM ボードソリューション 
NXP

i.MX6Q
DDR3
1GB

eMMC
 4GB

GLAN
x1

DC-in

部品番号 VAB-950P : LTE 搭載バージョン ( 暫定型番 )
VAB-950 : LTE なしバージョン ( 暫定型番 )

搭載 SoC 2.0GHz Mediatek Cortex-A73 quad-core +
2.0GHz Mediatek Cortex-A53 quad-core

メモリ 2GB LP DDR4 SDRAM

eMMC 8GB

ストレージ Micro SD Card Slot

対応 OS VAB-950P： Android 9.0
VAB-950： Android 9.0 / Linux Kernel 4.4 (予定 )

I/O

( 暫定仕様 )
HDMI, MIPI CSI, 2 USB 2.0, 1COM, 1 LAN, 
Audio Line-out, Mic-in, Micro SD Card Slot, 5V DC-in

使用環境 稼働温度： 0℃～ 60℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 100mm x 72mm（暫定）

Cortex-A73+A53 SoC Mediatek 社製強力な ARM Cortex-A73 quad-core 
2.0GHz + Cortex-A53 quad-core 2.0GHz を搭載。1

多彩なコネクション方法 IoT 時代に対応すべき多彩なコネクション方法を装備。
Wi-Fi a/b/g/n, BT5.0 に対応するほか、LTE も使用可能。2

複数のカメラ接続可能 ISP を３つ搭載しているため、複数のカメラを接続することも
可能。AI アプリケーションに最適。3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

VAB-950P/950
高性能シングルボードコンピュータ

Mediatek
i500P
i500

DDR4    
2GB

eMMC  
8GB

LAN
x1

DC-inNEW

Coming Soon!
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Cortex-A9 SoC 搭載 VIA 自社製 ARM Cortex-A9 Dual Core 1GHz WM8880
搭載。1

豊富な拡張性を持つ I/O LVDS あるいは HDMI へのビデオ出力、COM(TX/RX)
を 1 ポート、GPIO を 10Pin、USB 2.0 を 3 ポート搭載。2

バッテリーに接続可能 バッテリーに接続可能なボード設計。万が一の瞬断にも対策
可能。3

部品番号 10GHL126000A0

搭載 SoC 1.0GHz VIA WM8880 Cortex-A9 dual-core SoC

メモリ 1GB DDR3 SDRAM

eMMC 4GB

ストレージ Micro SD Card Slot

対応 OS Android 5.0
Linux Kernel 3.4.5

I/O HDMI, LVDS, 2 USB 2.0, Micro USB 2.0 OTG, COM, LAN, 
Audio Line-out, Mic-in, miniPCIe slot, Micro SD Card Slot, 
12V DC-in

使用環境 稼働温度： 0℃～ 60℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 146mm x 102mm

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

VAB-630
3.5”ARM シングルボードコンピュータ 

VIA
Cortex-A9

DDR3
1GB

eMMC
4GB

LAN
x1

DC-in

Cortex-A9 SoC 搭載 VIA 自社製 ARM Cortex-A9 Dual Core 1GHz WM8880
搭載。組込み向け長期安定供給可能。1

コンパクトサイズ サイズはわずか 65mm x 65mm。不要な機能をなくし、
IoT / M2M のセンサーノード用途に最適。2

マイクロコントローラ搭載 よりGPIO のリアルタイム性を強化するために、独立した
マイコンによる、絶縁処理された GPI x 4、GPO x 3 を搭載。3

部品番号 10GKZ1060NU20

搭載 SoC 1GHz VIA WM8880 Cortex-A9 dual-core SoC

メモリ 51BMB LP DDR2 SDRAM

eMMC 4GB

ストレージ Micro SD card slot

対応 OS Linux Kernel 3.4.5

I/O 2 USB 2.0 pin-header, 1 COM(TX/RX), 1 SDIO,  
4 GPI, 3 GPO,  Micro SD card slot, 5V DC-in(Micro USB)

使用環境 稼働温度： 0℃～ 60℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 65mm x 65mm

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

VAB-610
IoT/M2M 用途を特化した小型 SBC

VIA
WM8880

LPDDR2    
512MB

eMMC
4GB

USB
X2

DC-in
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16

部品番号 ATG-A820-1D10A1 

搭載 SoC 1.0GHz NXP i.MX 6DualLite Cortex-A9 dual-core SoC

メモリ 1GB DDR3 SDRAM

eMMC 4GB

ストレージ Micro SD Card Slot

対応 OS Android 6.0
Linux Kernel 3.14.28

I/O Mini HDMI, 3 ※ USB 2.0, COM (RS-232/RS-485), DIO, 
GLAN, LAN, Micro SD card slot, miniPCIe slot, 5V DC-in

使用環境 稼働温度： 0℃～ 50℃
稼動湿度 : 0% ～ 95%（結露なきこと）

外形寸法 150mm x 30mm x 125mm (WxHxD)

NXP デュアルコア SoC 搭載 1.0GHz NXP i.MX 6DualLite Cortex-A9 SoC を採用。
コンパクトな筐体に COM ポートや GPIO ポートも搭載。1

Dual LAN 搭載 2 LAN ポート搭載しているほか、オプションによって Wi-Fi や
3Gワイヤレス通信も可能。M2M ゲートウェイの応用に最適。 2

COM ポート絶縁処理済 COM ポートは絶縁処理をされているため、絶縁処理を必要と
するメディカル用途などの使用環境に最適。3

M2M ゲートウェイ向け ARM 端末

ARTiGO A820
NXP

i.MX6DL
1.0GHz

DDR3
1GB

eMMC
4GB

GLAN/LAN
x2

※製品仕様は予告なし変更する場合があります

DC-in

部品番号 ARTiGO A920

搭載 SoC Qualcomm APQ8096SG quad-core SoC
-Two high-performance Kryo cores up to 2.15GHz
-Two low power Kryo cores up to 1.593GHz

メモリ 4GB POP LPDDR4 RAM

UFS 64GB

ストレージ Micro SD card slot

対応 OS Android 8.0

I/O 1 HDMI, 1 USB 3.0, 1USB 2.0, 1 GLAN, 1 CIR/Mic-in 
Jack(option), Audio Line-out, SD card slot, 12V DC-in

使用環境 稼働温度： 0℃～ 40℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 140mm x 20mm x 97.2mm (WxHxD)

Qualcomm APQ8096SG 搭載 Qualcomm 社製クアッドコア ARM SoC APQ8096SG 搭載。
２つ高性能Kryoコア2.15GHz＋2つ低電力Kryoコア1.593GHz。1

4K@60fps 高画質動画再生 4K@60fps の高画質動画再生可能。駆動部を使用しない
ファンレスシステム。2

コンパクトサイズ 高さがわずか 20mm、スペースがなく設置が難しい場所でも
設置可能。ワイヤレス通信 (Wi-Fi/4G) への拡張も可能。3

4K@60fps 対応高性能サイネージプレイヤー

ARTiGO A920 Qualcomm

APQ8096SG

LPDDR4
4GB

UFS
64GB

LAN
x1

DC-in

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります
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部品番号 AMOS-8MT ( 暫定型番 )

搭載 SoC NXP i.MX8 Mini quad-core SoC
 - 4x Cortex-A53 core platforms up to 1.8GHz per core
 - 1x Cortex-M4 core up to 400MHz

メモリ 16GB LPDDR4 SDRAM

eMMC 16GB

ストレージ Micro SD Card Slot

対応 OS Android 9.0
Linux Kernel 4.14

I/O

( 暫定仕様 )
10.1 inch FHD Touch Panel, 9-Axis sensor,
1 D-sub connector(supports CAN/GPIO/RS232),
1 USB 2.0, 1 LAN, Audio Line-out, Mic-in, 9-36V DC-in

使用環境 稼働温度： -20℃～ 70℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 TBD

NXP i.MX8M Mini 搭載 4x Cortex-A53 1.8GHz及び1 x Cortex-M4 400MHz搭載。1

ALL-IN-ONE タブレット 10.1 インチ高解像度 FHDタッチパネル搭載。9 軸センサー、
CAN/RS-232/GPIO 車載用必要とされるI/O を標準装備。2

車載向け電源管理 9V ～ 36V DC-in 幅広い電圧に対応しているほか、
パワーオン・パワーオフのディレイ制御機能も備えています。3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

AMOS-8MT
車載用タブレット

NXP  
i.MX8M
Mini

LPDDR4      
16GB

eMMC 
16GB

CAN
x×1

DC-inNEW

Coming Soon!

         

部品番号 10GHL126000A0

搭載 SoC 1.0GHz VIA Cortex-A9 dual-core SoC

メモリ 1GB DDR3 SDRAM

eMMC 4GB

ストレージ Micro SD Card Slot

対応 OS Android 5.0
Linux Kernel 3.4.5

I/O HDMI, LVDS, 2 USB 2.0, Micro USB 2.0 OTG,
COM(TX/RX), LAN, Audio Line-out, Mic-in, miniPCIe slot,
Micro SD Card Slot, 12V DC-in

使用環境 稼働温度： 0℃～ 50℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 150mm x 30mm x 124mm(WxHxD)

Cortex-A9 SoC 搭載 VIA 自社製 ARM Cortex-A9 Dual Core 1GHz WM8880
搭載。1

豊富な拡張性を持つ I/O HDMI ビデオ出力端子、COM(TX/RX) を 1 ポート、
GPIO を 10Pin、USB 2.0 を 3 ポート搭載。 2

オプションのワイヤレス接続 オプションの Wi-Fi/Bluetooth、3G/4G モジュールによって
ワイヤレス通信可能。SORACOM の認定デバイスにもなっている。3

ARM Dual Core 搭載コンパクトシステム

ARTiGO A630 VIA
WM8880

DDR3
1GB

eMMC
4GB

LAN
x1

※製品仕様は予告なし変更する場合があります

DC-in

※通信モジュール及びアンテナはオプションとなります
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部品番号 AMOS-825-1Q10A1

搭載 SoC 1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 quad-core SoC

メモリ 1GB DDR3 SDRAM

eMMC 16GB

ストレージ Micro SD Card Slot

対応 OS Android 5.0
Linux Kernel 3.14.28

I/O 2 USB 2.0, Micro USB 2.0 OTG, COM (TX/RX), 
CAN bus, SCSI 50-pin D-sub connector, GLAN,
Micro SD card slot, miniPCIe slot, 9 ～ 36V DC-in

使用環境 稼働温度： 0℃～ 60℃
稼動湿度 : 0% ～ 90% @ 45℃（結露なきこと）

外形寸法 150.5mm x 48.1mm x 103.3mm (WxHxD)

NXP クアッドコア SoC 搭載 1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 SoC を採用。
メモリはDDR3 SDRAM 1GBと余裕の 8GB eMMCを搭載。1

Bluetooth/Wi-Fi/GPS 搭載 Bluetooth、Wi-Fi 及び GPS を標準装備。周辺機器との 
接続やクラウド、地図ソフトとの連携はこの１台で完結。 2

車載向け電源管理 9V ～ 36V DC-in 幅広い電圧に対応しているほか、
パワーオン・パワーオフのディレイ制御機能も備えています。3

車載向け IoT ソリューション 

AMOS-825 NXP 
i.MX6Q

DDR3
1GB

eMMC
16GB

GLAN
x1

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

DC-in

部品番号 AMOS-820-1Q10A1 (w/o PoE)
AMOS-820-2Q10A1 (w PoE)

搭載 SoC 1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 quad-core SoC

メモリ 1GB DDR3 SDRAM

eMMC 4GB

ストレージ Micro SD Card Slot

対応 OS Android 5.0
Linux Kernel 4.1.15

I/O HDMI, Composite RCA Jack, 3 USB 2.0, Micro USB 2.0,
COM (TX/RX), 2 CAN bus, 8 GPIO, GLAN, 
Micro SD Card Slot, miniPCIe slot, 12V DC-in

使用環境 稼働温度： -20℃～ 70℃ (w/o PoE)
             : -20℃～ 60℃ (w PoE)
稼動湿度 : 0% ～ 90%  @ 45℃（結露なきこと）

外形寸法 150mm x 45mm x 108mm (WxHxD)

NXP クアッドコア SoC 搭載 1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 SoCを採用。パワフル
なSoCでありながらファンレス実現可能な低消費ソリューション。1

Video-in 端子搭載 アナログコンポジット端子を 1 ポート搭載。アナログカメラなど
外部映像を取り込むことが可能。 2

PoE ( Power-Over-Ethernet ) 対応 PoE の受電側機器 PD (Power Device) 機能に対応して
いるため、イーサネットを通じて給電してもらうことが可能。3

ARM Quad-Core 搭載コンパクトシステム 

AMOS-820 NXP
i.MX6Q

DDR3
1GB

eMMC
4GB

GLAN
x1

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

DC-in
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Qualcomm

デュアルディスプレイ対応 4K プレイヤー

ALTA DS 3
Qualcomm APQ8096SG 搭載 Qualcomm 社製クアッドコア ARM SoC APQ8096SG 搭載。２

つ高性能Kryoコア2.15GHz＋2つ低電力Kryoコア1.593GHz。1

4K@60fps 高画質動画再生 4K@60fps の高画質動画再生可能。駆動部を使用しないファ
ンレスシステム。2

2 つの HDMI ポート搭載 ２つの HDMI ポートを搭載しているため、4K の高解像度映像
を２つのディスプレイに表示可能。3

部品番号 ALTADS30VA001-T(with Wi-Fi/BT)
ALTADS30VA002-T(without Wi-Fi/BT)

搭載 SoC Qualcomm APQ8096SG quad-core SoC
  -Two high-performance Kryo cores up to 2.15GHz
  -Two low power Kryo cores up to 1.593GHz

メモリ 4GB POP LPDDR4 RAM

eMMC 16GB

ストレージ Micro SD card slot

OS Android 8.0

I/O 2 HDMI, 3 USB 3.0, 1Micro USB 2.0, 1 GLAN, Mic-in, 
Audio Line-out, SD card slot, 12V DC-in

使用環境 稼働温度： 0℃～ 40℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 175mm x 25mm x 118mm(WxHxD)

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

Qualcomm  
APQ8096SG

LPDDR4      

4GB

eMMC

16GB

GLAN

x1
NEW DC-in

VIA SOC 搭載サイネージプレイヤー

ALTA DS 4K
Cortex-A17 SoC 搭載 VIA 自社製 ARM Cortex-A17 Quad Core 1.4GHz ZX-2000M

搭載デジタルサイネージ向けコンパクトシステムソリューション。1

4Kx2K 高画質ビデオ再生 4Kx2Kビデオ再生可能のためサイネージ用途に最適。
高品質・高解像度な映像をなめらかに再生可能。2

Dual LAN 搭載 2 LAN ポートを搭載しているほか、オプションによって Wi-Fi
や Bluetooth のワイヤレス通信も可能。3

部品番号 VT60910016001-T

搭載 SoC 1.4GHz VIA ZX-2000M Cortex-A17 quad-core SoC

メモリ 2GB DDR3 SDRAM

eMMC 8GB

ストレージ SD Card Slot

OS Android 5.1
Linux Kernel 3.18

I/O HDMI, USB 3.0, 2 USB 2.0, COM (TX/RX), CIR, GLAN, 
LAN, Audio Line-out, Mic-in, SD Card Slot, 
Kensington Lock, 12V DC-in

使用環境 稼働温度： 0℃～ 40℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 175mm x 25mm x 118mm(WxHxD)

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

VIA
ZX-2000M

DDR3

2GB

eMMC

8GB

LAN

x2
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※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

VIA
QuadCore
Eden X4

LVDS
x2

HDMI
x2

部品番号 EPIA-M920-P (2.0GHz VIA QuadCore DC-in モデル )
EPIA-M920-16QE (1.6GHz VIA Eden X4 ATX モデル )

搭載 CPU 2.0GHz VIA QuadCoreE / 1.6GHz VIA Eden X4

チップセット VIA VX11H Media System Processor チップセット

メモリ Max 16GB DDR3 1333 SDRAM SODIMM 
(EPIA-M920-16QE)
Max 8GB DDR3 1333 SDRAM SODIMM(EPIA-M920-P)

グラフィック オンボード , 最大 1GB システムシェアメモリ

I/O 2 HDMI, VGA, 2 LVDS, 3 USB 3.0, 6 USB 2.0, 4 COM, 
2 GLAN, 2 SATA, PCIe x4 slot

使用環境 稼動温度 : 0℃～ 60℃
稼動湿度 : 0% ～ 95%（結露なきこと）

外形寸法 170mm  x 170mm

VIA 新クアッド CPU 搭載 VIA クアッドコア 2.0GHzかファンレスのEden X4 1.6GHz搭載。
ATX 電源か DC-in 電源も需要に応じて選択可能。1

高性能グラフィック機能 VIA C-640 内蔵、DirectX 11/OpenGL 3.2 対応。
H.264/VC1/WMV9 H/W アクセラレータ機能。2

２ LVDS マルチ画面出力対応 Dual-channel 24/18 bit LVDS x1 及び Single-Channel 
24/18 bit LVDS x1 搭載、マルチ画面出力対応。3

GLAN
x2

クアッドコア搭載マザーボード

EPIA-M920 ATXコネクタ DC-in

部品番号 VB7009-12QCE

搭載 CPU 1.2GHz VIA Eden® X4

チップセット VIA VX900 Media System Processor チップセット

メモリ Max 4GB DDR3 1066 SDRAM DIMM

グラフィック オンボード , 最大 512MB システムシェアメモリ

I/O VGA, LVDS, 8 USB 2.0, 6 COM, 2 GLAN, Audio Line-out, 
Audio Line-in, Mic-in, 2 SATA, PCI slot

使用環境 稼動温度 : 0℃～ 60℃
稼動湿度 : 0% ～ 95%（結露なきこと）

外形寸法 170mm  x 170mm

ハイコストパフォーマンスソリューション

VB7009 VIA
Eden X4

LVDS
x1

COM
x6

VIA 新クアッドコア CPU 搭載 VIA 新 クアッドコア 1.2GHz VIA Eden® X4 搭載。
低消費電力のため、ファンレスで動作可能。1

高性能グラフィック機能 VIA C-9 HD 3D 内蔵、DirectX 9 対応。
H.264/VC1/WMV9 H/W アクセラレータ機能。2

COM ポートを 6 ポート搭載 Powered (5V/12V) COM ポートを最大 5 ポート使用可能。
シリアルポートを沢山必要とするPOS/KIOSK 用途に最適。3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

GLAN
x2

ATXコネクタ



21

VIA 新クアッドコア CPU 搭載 VIA 新クアッドコア 1.2GHZ VIA Eden® X4 搭載。
低消費電力のため、ファンレスで動作可能。1

高性能グラフィック機能 VIA C-640 内蔵、DirectX 11/OpenGL 3.2 対応。 
H.264/VC1/WMV9 H/W アクセラレータ機能。2

DC-in 電源入力 12V DC-in 電源入力方式、AC アダプタに接続するだけで
使用可能。3

部品番号 EPIA-P910-12QE

搭載 CPU 1.2GHz VIA Eden® X4 Processor

チップセット VIA VX11H Media System Processor チップセット

メモリ Max 8GB DDR3 1333 SDRAM SODIMM

グラフィック オンボード , 最大 1GB システムシェアメモリ

I/O Mini HDMI, VGA, LVDS, 2 USB 3.0, 6 USB 2.0, GLAN, 
2 SATA, 12V DC-in

使用環境 稼動温度 : 0℃～ 60℃
稼動湿度 : 0% ～ 95%（結露なきこと）

外形寸法 100mm x 72mm

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

クアッドコア搭載コンパクトボード
VIA

Eden X4

Mini
HDMI
x1

USB 3.0
x2

GLAN
x1EPIA-P910 DC-in

VIA  
Eden X1

5 つ GLAN 搭載 3.5”SBC

部品番号 VB9001-10E

搭載 CPU VIA Eden X1 1.06GHz

チップセット VIA VX900 Media System Processor チップセット

メモリ DDR3 1GB オンボード

グラフィック オンボード , 最大 512MB システムシェアメモリ

I/O VGA, 4 USB2.0, 1 COM, DIO, 1SATA, 1 CFast, 
5 GLAN, 5V DC-in

使用環境 稼動温度 : 0℃～ 60℃
稼動湿度 : 0% ～ 95%（結露なきこと）

外形寸法 146mm  x 102mm

VB9001
GLAN を 5 ポート搭載 Gigabit LAN を 5 ポートを搭載。3.5”SBCコンパクトサイズ

のため、小型ゲートウェイを構築可能。1

低消費電力 CPU VIA 低消費電力 CPU Eden X1 1.06GHz 搭載。
1GB DDR SDRAM のメモリをオンボード。2

CFast/HDD 使用可能 使用用途に応じて使い分け可能。起動ディスクを CFast、
大容量データを HDD のような使い方も可能。3

VGA
x1

GLAN
x5

COM
x1

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります
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Qualcomm

DC-in

部品番号 10GWG23Q00020

搭載 SoC Qualcomm APQ8096SG quad-core SoC
-Two high-performance Kryo cores up to 2.15GHz
-Two low power Kryo cores up to 1.593GHz

メモリ 4GB POP LPDDR4 RAM

UFS 64GB

ストレージ Micro SD card slot

対応 OS Android 8.0 / Linux

I/O 1 HDMI, 2 DIS, 3 CSI, 1 USB 3.0, 1USB 2.0, UART, 
GPIO, 2 SDIO, Wi-Fi+Bluetooth 4.1, GPS/GNSS, 
2 PCIe 2.0 1-lane

使用環境 稼働温度： 0℃～ 60℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 82mm x 45mm

高性能 SOM モジュール

SOM-9X20 Qualcomm

APQ8096SG

LPDDR4
4GB

UFS
64GB

LAN
x1

Qualcomm APQ8096SG 搭載 Qualcomm 社製クアッドコア ARM SoC APQ8096SG 搭載。
２つ高性能 Kryoコア 2.15GHz＋2 つ低電力 Kryoコア 1.593GHz。1

ワイヤレス通信オンモジュール Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.1 及
び GPS オンモジュールサポート。2

多彩な I/O 出力対応 HDMI 2.0x 1, MIPI DSI 4-lane x 2, MIPI CSI 4-lane x 4,
USB 3.0 OTG x 1, USB 2.0 x 1, SDIO x 2, PCIe 2.0 x 23

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

SOM モジュール

SOM-6X80 VIA
WM8880

DDR3
2GB

eMMC
8GB

LAN
x1

Cortex-A9 SoC 搭載 VIA 自社製 ARM Cortex-A9 Dual Core 1GHz
WM8880 搭載。1

コンパクトサイズモジュール モジュールのサイズが 67.6mm x 63mm。
キャリアボードの設計により超小型のシステムを構築可能。2

多彩な I/O 出力対応 HDMI x1, Single-Channel LVDS or RGB x1, USB 2.0 x4, 
UART x6, GPIO x11, I2C x3, SPI x2, SDIO x2。3

部品番号 SOM-6X80

搭載 SOC 1.0GHz VIA WM8880 Cortex-A9 dual-core SoC

メモリ 2GB DDR3 SDRAM

eMMC 8GB

OS Linux Kernel 3.4.5

I/O 1 HDMI, 1 LVDS(Single-Channel) or RGB(16/18/24bit),  
3 USB 2.0 Host, 1 USB 2.0 OTG, 
4 UART(TX/RX/RTS/CTS), 1 UART(TX/RX), 9 GPIO,
1 10/100Mbps Ethernet port, 3 I2C, 2 SDIO, 2 SPI, 
4 PWM, 1 Line-in, Line-out, Mic-in, 1 headphone-out 

使用環境 稼働温度： 0℃～ 60℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 67.6mm x 63mm

※開発中のため製品仕様は予告なし変更する場合があります。

DC-in
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部品番号 15GEC107000-10

搭載 SoC 1.0GHz NXP i.MX 6DualLite Cortex-A9 dual-core SoC

メモリ 2GB DDR3 SDRAM

eMMC 4GB

ストレージ SD Card Slot

対応 OS Linux Kernel 3.14.28

I/O HDMI, LVDS, 4 USB 2.0, USB 2.0 OTG, 3 COM (TX/RX), 
2 CAN bus, I2S, I2C, SPI, SDIO, GLAN, Micro SD card slot, 
PCIe x1 slot

使用環境 稼働温度： -20℃～ 70℃
稼動湿度： 0℃～ 95%

外形寸法 70mm x 70mm

Q7 モジュール

QSM-8Q60 NXP  
i.MX6DL

LVDS
x1

COM
x3

GLAN
x1

Qseven Rev 2.0 規格準拠 Qsevenリビジョン 2 規格に準拠している。
7cm x 7cm CPU モジュール。1

Cortex-A9 SoC 搭載 1.0GHz NXP i.MX 6DualLite Cortex-A9 SoCを採用。2GB DDR3 
SDRAM のメモリを搭載しているほか、4GB eMMC がオンボード。2

多彩な I/O 出力対応 HDMI x1, LVDS x1, USB 2.0 x5, COM x3, I2S x1,
I2C x1, CAN bus x2, SPI x1, SDIO x1, GLAN x1。3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

部品番号 QSM-8Q80

搭載 CPU NXP i.MX8 Mini quad-core / dual-core SoC
 -4x/2x Cortex-A53 core platforms up to 1.8GHz per core
 -1x Cortex-M4 core up to 400MHz

メモリ 2GB LPDDR4 SDRAM

eMMC 16GB

ストレージ Micro SD card slot

OS Android 9.0
Linux Kernel 4.14 (予定 )

I/O 1 DSI, 1 CSI, 4 USB 2.0, 1USB 2.0 OTG, 1 SDIO 3.0, 
8 GPIO, 3 I2C, 1 PCIe, 1 SPI, 2 UART, 2 I2S, 1 PWM

使用環境 稼働温度： 0℃～ 60℃
稼働湿度： 0% ～ 95% @45℃ （結露なきこと）

外形寸法 70mm x 70mm

高性能 SOM モジュール

QSM-8Q80 VIA
Nano X2 E

LVDS
x1

SATA
x2

GLAN
x1

NXP i.MX8M Mini 搭載 4x Cortex-A53 1.8GHz及び1 x Cortex-M4 400MHz搭載。
クアッドコアかデュアルコア選択可能。1

Qseven Rev 2.1 規格準拠 Qseven リビジョン 2.1 規格に準拠している。
7cm x 7cm CPU モジュール2

多彩な I/O 出力対応 MIPI DSI 4-lane x 1, MIPI CSI 4-lane x 1, SDIO x 1,
USB 2.0 x 4 / OTG x 1, PCIe 2.0 x 1, SPI x 1, UART x 23

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

NEW

Coming Soon!
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ETX CPU モジュール

ETX-8X90-10GR VIA
Eden X1

LVDS
x1

SATA
x1

ETX 規格準拠 ETX 規格に準拠している。
95mm x 114mm CPU モジュール。1

ファンレス対応 低消費電力 1.0GHz VIA Eden® X1 CPU を搭載。
ファンレスのシステムを構築可能。2

多彩な I/O 出力対応 VGA x1, LVDS x1, USB 2.0 x4, COM x2, IDE x1,
SATA x1, SMbus x1, I2C x1, ISA x1, LAN x1。3

部品番号 ETX-8X90-10GR

搭載 CPU 1.0GHz VIA Eden X1 Processor

チップセット VIA VX900 Media System Processor チップセット

メモリ Max 4GB DDR3 SDRAM SODIMM

グラフィック オンボード , 最大 512MB システムシェアメモリ

I/O VGA, LVDS, 4 USB 2.0, 2 COM, LAN, SMBus, I 2C, 
SATA, IDE, ISA, 2 PCI slots

使用環境 稼働温度： 0℃～ 60℃
稼動湿度： 0℃～ 95%

外形寸法 95mm x 114mm

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

LAN
x1

ファンレス・コンパクトシステム

AMOS-3005 VIA
Eden X4

HDMI
x1

USB
x4

VIA 新クアッドコア CPU 搭載 VIA 新クアッドコア 1.2GHz VIA Eden® X4 搭載。
低消費電力のため、ファンレスで動作可能。1

Dual LAN 搭載 2 LAN ポート搭載しているほか、オプションによって Wi-Fi や
3Gワイヤレス通信も可能。M2Mコントローラーの応用に最適。2

-20℃～ 60℃ワイドレンジ温度対応 システムの稼働温度は -20℃～ 60℃までと幅広いため、
温度に厳しい屋外用途、半屋外用途にも対応可能。3

部品番号 AMOS-3005-1Q12A1

搭載 CPU VIA Eden® X4 1.2GHz

チップセット VIA VX11H Media System Processor チップセット

メモリ Max 8GB DDR3 1333 SDRAM SODIMM

グラフィック オンボード , 最大 1GB システムシェアメモリ

ストレージ mSATA slot x 1

I/O HDMI, VGA, 2 USB 3.0, 2 ロック可能 USB 2.0 , 2 COM, 
DIO, 2 GLAN, Audio Line-out, Mic-in, SIM Slot, 
miniPCIe slot, 9 ～ 36V DC-in

使用環境 稼働温度 : -20℃～ 60℃
稼働湿度 : 0% ～ 95%（結露なきこと）

外形寸法 105.5mm x 48.09mm x 109.8mm (WxHxD)

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

GLAN
x2

DC-in
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ARTiGO A1250
スリムタイプベアシステム

VIA
Eden X4

Mini
HDMI
x1

USB
x4

GLAN
x1

VIA 新クアッドコア CPU 搭載 VIA 新クアッドコア 1.2GHz VIA Eden® X4 搭載。
低消費電力のため、BIOS の設定でファンレスで動作可能。1

高性能グラフィック機能 DirectX 11, Open CL, Open GL 3.2 に対応。
2Dビデオファイルはもちろん、高品質の3D映像再生もスムーズ。2

スリム筐体設計 高さがわずか 3cm、スリム・コンパクトな筐体設計で。
設置場所に余裕のないところにも簡単設置可能。3

部品番号 ATG-A1250-7Q12A3

搭載 CPU 1.2GHz VIA Eden® X4 Processor

チップセット VIA VX11H Media System Processor チップセット

メモリ Max 8GB DDR3 1066/1333 SDRAM SODIMM

グラフィック オンボード , 最大 1GB システムシェアメモリ

ストレージ 2.5” SATA SSD/HDD

I/O Mini HDMI, VGA, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, GLAN, 
Audio Line-out, Audio Line-in, Mic-in, SATA, 12V DC-in

使用環境 稼働温度 : 0℃～ 40℃
稼働湿度 : 0% ～ 95%（結露なきこと）

外形寸法 177mm x 30mm x 125mm (WxHxD)

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

DC-in

部品番号 VP-7910-R1Q12A1 ( 抵抗膜方式 )
VP-7910-P1Q12A1 (PCAP 方式 )

搭載 CPU 1.2GHz VIA Eden® X4 Processor

チップセット VIA VX11H Media System Processor チップセット

メモリ Max 8GB DDR3 SDRAM SODIMM

グラフィック オンボード , 最大 1GB システムシェアメモリ

ストレージ mSATA slot
2.5” SATA SSD/HDD

I/O HDMI, VGA, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 3 COM, DIO, 2 GLAN, 
Audio Line-out, Audio Line-in, Mic-in, mSATA, SATA, 
9 ～ 32V DC-in

使用環境 稼働温度 : -10℃～ 50℃
稼働湿度 : 10% ～ 90% @ 45℃（結露なきこと）

外形寸法 300.4mm x 58.6mm x 205.92mm (WxDxH)

ファンレス・パネルコンピュータ

VIPRO VP7910 VIA
Eden X4

10.4
TFT LCD

USB
x4

GLAN
×2

VIA 新クアッドコア CPU 搭載 1.2GHz VIA Eden® X4 搭載。低消費電力のため、
ファンレスで動作可能。1

10.4 TFT LCD 搭載 10.4 インチ、解像度 800x600 の TFT LCD 搭載のファンレ
ス一体型パネルコンピュータ。抵抗膜か PCAP 選択可能。2

DC-in 9V ～ 32V 対応 電圧対応幅は 9V ～ 32V DC-in 幅広く対応しているため、
工場や車載など要求される電圧への対応も可能。3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

DC-in
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EMIO-2572
部品番号 EMIO-2572-00A0 (Docomo)

EMIO-2572-01A0 (Softbank)

コントローラーチップ SIMCom

I4G/3G 対応規格 Docomo
4G: 800(B18.19)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)MHz
3G: 800/900/2100MHz
GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz
Softbank
4G: 900(B8)/2100(B1)MHz
3G: 900/2100MHz
GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz

速度 LTE up to: 150Mb/s DL
                 50Mb/s UL
WCDMA up to: 42Mb/s DL
                      5.76Mb/s UL

GNSS GPS, GLONASS

インターフェイス miniPCEe

対応 OS Windows10/8.1/7, Linux, Android

対応モデル ARM : ARTiGO A630, VAB-630
x86 : AMOS-3005, VIPRO VP7910

外形寸法 50.95mm x  31mm

内容 本体、ネジパック、アンテナ、アンテナケーブル

Wi-Fi / Bluetooth / 3G / 4G モジュール

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

部品番号 EMIO-2571-00A0 (Docomo)
EMIO-2571-01A0 (Softbank)

コントローラーチップ Ublox

4G/3G/2G

対応規格
4G LTE:
800/850/900/1800/2100/2600MHz
WCDMA 
(UMTS 800/850/900/1700/1900/2100MHz) and GPRS/EDGE coverage
(GSM 850/900/1800/1900MHz)

速度 LTE category 4 up to: 150 Mb/s DL                              
                            50 Mb/s UL
HSDPA up to 21.1 Mb/s 
HSUPA 5.76 Mb/s

インターフェイス miniPCIe

対応 OS Windows 8/7, Linux, Android

対応モデル ARM: AMOS-825, AMOS-820, ARTiGO A820, ARTiGO     
         A630, ARTiGO A600, VAB-1000, VAB-820, VAB-630, 
         VAB-600, QSM-8Q60
x86: AMOS-3005, VIPRO VP7910

外形寸法 30mm x 51mm

内容 本体、ネジパック, アンテナ , アンテナケーブル、USB 変換ケーブル

EMIO-2571

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

EMIO-1533
部品番号 EMIO-1533-00A2

コントローラーチップ Atheros AR9271

IEEE WLAN 規格 IEEE802.11b/g/n

帯域 2.4GHz

インターフェイス USB

対応 OS Windows 8.1/8/7, Linux, Android

対応モデル ARM: VAB-1000, VAB-820, VAB-800, VAB-600, 
         ARTiGO A600
x86: AMOS-3005, AMOS-3003, ARTiGO A1300, 
       ARTiGO A1250, VIPRO VP7910, EPIA-E900,   
       EPIA-P910, EPIA-P900, EPIA-M920, EPIA-M910, 
       VB7009

外形寸法 17mm x 35mm

内容 本体、ネジパック, アンテナ , アンテナケーブル、USB 変換ケーブル

Wi-Fi / Bluetooth / 3G / 4G モジュール

EMIO-5531
部品番号 EMIO-5531-00A1

コントローラーチップ Realtek RTL8723BU WLAN+BT

IEEE WLAN 規格 IEEE802.11b/g/n

Bluetooth 規格 Bluetooth v4.0

帯域 2.4GHz

インターフェイス USB

対応 OS Windows10/8.1/7, Linux, Android

対応モデル ARM: AMOS-820, ARTiGO A630, VAB-820, VAB-630
x86: AMOS-3005, AMOS-3003, ARTiGO A1300, 
       VIPRO VP7910, EPIA-E900, EPIA-P910, EPIA-P900, 
       EPIA-M920, EPIA-M910, VB7009

外形寸法 25mm x 12mm

内容 本体、ネジパック, アンテナ , アンテナケーブル、USB 変換ケーブル

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります
※製品仕様は予告なしに変更する場合があります
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EverPro 光ファイ―バーケーブル
10M 20M 30M 50M

50m までの長距離が実現1

高品質のガラスファイバーでありながら
曲げても折れない2

高い耐ノイズ性能 (EMI/EFT)3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

HDMI2.0ケケケケ ケーブル ケケケケケケケケケケケケ

4

5

6

外付け電源が不要

設置が簡単な Plug&Play 対応可能

ケーブルの最小曲げ半径は 1.5mm

部品番号 99G33-30022D   10M
99G33-30023D   20M
99G33-30024D   30M
99G33-30026D   50M

インターフェイス HDMI 2.0

バンド幅 18Gbps, supports 4K@60Hz UHD display

長さ 10M / 20M / 30M / 50M

消費電力 250mW

ケーブル直径 4.0mm (0.16")

屈曲半径 ( 動態 / 静態 ) 20mm / 10mm

引張強度 ( 長期 / 短期 ) 100N / 200N

クラッシュレジスタンス
( 長期 / 短期 ) 200N / 400N

HDMI インターフェイス寸法 19 x 10.4 x 49.9mm (WxHxD) 

稼働温度 0°C ～ 50°C

保存温度 -20°C ～ 70°C

EverPro 光ファイ―バーケーブル
10M 20M 30M 50M

100m までの長距離が実現1

高品質のガラスファイバーでありながら
曲げても折れない2

高い耐ノイズ性能 (EMI/EFT)3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

HDMI1.4 ケーブル
4

5

6

外付け電源が不要

設置が簡単な Plug&Play 対応可能

ケーブルの最小曲げ半径は 1.5mm

100M

部品番号 99G33-30029D   10M
99G33-30030D   20M
99G33-30031D   30M
99G33-30032D   50M
99G33-30033D  100M

インターフェイス HDMI 1.4

バンド幅 10.2Gbps, supports 4K@30hz UHD display

長さ 10M / 20M / 30M / 50M / 100M

消費電力 250mW

ケーブル直径 2.9mm (W) x 5.0mm (H)

屈曲半径 ( 動態 / 静態 ) 20mm / 10mm

引張強度 ( 長期 / 短期 ) 100N / 200N

クラッシュレジスタンス
( 長期 / 短期 ) 200N / 400N

HDMI インターフェイス寸法 19 x 10.4 x 49mm (WxHxD) 

稼働温度 0°C ～ 50°C

保存温度 -20°C ～ 70°C
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EverPro 光ファイ―バーケーブル  

電源供給可能 5V/900mA1

ケーブルの長さは～50m まで対応可能2

高速対応 5Gbps3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

USB3.0 ハイブリッドケーブル ケケケケケケケケケケ

4

5

6

USB 1.0/1.1/2.0 Device →
USB 3.0 変換対応

Configuration / 設定不要

特殊ドライバー不要

10M 20M 30M 50M

部品番号 99G33-10093L   10M
99G33-10094L   20M
99G33-10095L   30M
99G33-10096L   50M

インターフェイス Host Side: USB 3.0 male 
Device Side: USB 3.0 female

データレート USB 3.0 Super Speed up to 5Gbps

長さ 10M / 20M / 30M / 50M

消費電力 0.94W

ケーブル直径 3mm (0.12")

屈曲半径 ( 動態 / 静態 ) 20mm / 10mm

引張強度 ( 長期 / 短期 ) 100N / 200N

クラッシュレジスタンス
( 長期 / 短期 ) 200N / 400N

USB3.0
インターフェイス寸法

Host: 19 x 10.4 x 49.9mm (WxHxD)
Device:  26 x 14.5 x 82mm (WxHxD)

稼働温度 0°C ～ 50°C

保存温度 -20°C ～ 80°C

EverPro 光ファイ―バーケーブル

300m までの長距離が実現1

高品質のガラスファイバーでありながら
曲げても折れない2

高い耐ノイズ性能 (EMI/EFT)3

※製品仕様は予告なしに変更する場合があります

DVI ケーブル
4

5

6

外付け電源が不要

設置が簡単な Plug&Play 対応可能

ケーブルの最小曲げ半径は 1.5mm

10M 20M 30M 50M

部品番号 99G33-150097   10M
99G33-150107   20M
99G33-150117   30M
99G33-150127   40M
99G33-150137   50M

インターフェイス DVI

バンド幅 10.2Gbps, supports 1080P@60hz UHD display

長さ 10M / 20M / 30M / 40M / 50M

消費電力 250mW

ケーブル直径 4.0mm (0.16")

屈曲半径 ( 動態 / 静態 ) 20mm / 10mm

引張強度 ( 長期 / 短期 ) 100N / 200N

クラッシュレジスタンス
( 長期 / 短期 ) 200N / 400N

DVI インターフェイス寸法 19 x 10.4 x 49.9mm (WxHxD) 

稼働温度 0°C ～ 50°C

保存温度 -20°C ～ 70°C

40M
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